
◆AlN基板ラインアップ

(注）表中の数値は測定値であり、保証値ではありません。

⾼強度AlN基板
⾦属に匹敵する熱伝導率︕Thermalnite®添加

U-MAP品他社品
⾼強度AlN基板AlN基板

⻲裂の進展

⻲裂が直線的 ⻲裂が迂回

◆機械的強度向上のメカニズム

繊維状AlNフィラーによりディフレクションを発現、破壊エネルギーが増大により破壊靭性が向上

◆各工程によるマイクロクラックの進展を抑制
レーザー加工 研磨/研削 ビア穴加工 組付けメタライズ

• レーザースクライブ
およびブレーク時に
⻲裂が発⽣

• 研磨中に表⾯⻲裂が
発⽣・進展

• ビア穴加工時に、
• マイクロクラックが
発⽣・進展

• リフロー加熱または
押圧によりクラック
の拡大

• 搬送工程中に⻲裂が
拡大し破損

ビア
圧⼒圧⼒

メタル

レーザー 研磨機 輸送チャック

新たな⻲裂の発⽣を
低減

研磨時の発⽣する
クラックの抑制

ハンドリング性と
歩留まりを改善 組⽴時のクラック防⽌ハンドリング性と

歩留まりを改善

課題

Thermalnite®
添加AlN基板

効果

薄板化による熱抵抗の
低減を実現

歩留まり向上

お客様
メリット

ピッチ縮小による基板の
小型化

大型ビアによる放熱性の
向上

お問い合わせはこちら▲
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密度
法

<1.5<1.5<1.5<1.5<1.5‰5×5点三次元測定機平坦度
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ブラスト

レーザー顕微鏡表面粗さ(Ra)
加工後

0.5 / 0.635 / 0.8 / 1.0 / 1.2mmーマイクロメーターAs-fire厚み

0.1:検証中0.1:検証中
ー

0.1:検証中
ーmmーマイクロメーター研磨厚み

0.05：検証中0.05：検証中0.05：検証中

2 / 3 / 4.5inchーノギス外形サイズ

一方向一方向クロス一方向クロスThermalnite配向


